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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mehrschichtkdrper
mit zwei Schichten bzw. Schichtsystemen sowie ein Ver-
fahren zu dessen Herstellung.

[0002] Mehrschichtkdrper als Sicherheitselement sind
dem Stand der Technik als bekannt zu entnehmen und
werden weithin zum Falschungsschutz von Banknoten,
Wertpapieren, Ausweisdokumenten oder auch zur Au-
thentifizierung von Produkten verwendet. Sie beruhen
auf einer Kombination von mehreren funktionalen
Schichten, die beispielsweise optisch variable Elemente
(OVD = Optical Variable Devices), diffraktive Elemente,
partiell metallisierte Schichten oder gedruckte Merkmale
aufweisen kénnen.

[0003] DasDokumentUS 2012/0189159 betrifft ein Si-
cherheitselement umfassend ein optisches System.
[0004] Das Dokument DE 10 2007 007 914 A1 betrifft
ein hochbrechenden Pragelack zr Herstellung mikroop-
tischer Anordnungen.

[0005] Das Dokument WO 2009/053673 A1 betrifftein
Sicherheitselement zur Verwendung in oder auf Sicher-
heitssubstraten.

[0006] Das Dokument GB 2464496 A betrifft ein Si-
cherheitsmerkmal, welches ein gedrucktes Bild aufweist.
[0007] Das Dokument DE 103 33 255 B3 betrifft ein
Verfahren zur Erzeugung eines Flachenmusters.
[0008] Esistdabeibekannt, solche Mehrschichtkérper
durch die sequentielle Applikation einzelner Schichten
unter Aufbau der gewtinschten Schichtabfolge zu erzeu-
gen. Um besonders falschungssichere Mehrschichtkor-
per zu erhalten, ist es dabei wiinschenswert, Merkmale
der einzelnen Schichten nahtlos ineinander tibergehen
zu lassen. Mitanderen Worten sollen die Schichten még-
lichst genauim Register zueinander angeordnet werden.
Bei einem sequentiellen Aufbau des Mehrschichtkorpers
ist dies jedoch nichtimmer zu bewerkstelligen, da die zur
Erzeugung jeder individuellen Schicht verwendeten Ver-
fahren beziiglich der relativen Lage der Schichten zuein-
ander toleranzbehaftet sind. Dadurch kdnnen die ge-
wiinschten nahtlosen Ubergange zwischen den Merk-
malen nicht zuverlassig erreicht werden, was die Fal-
schungssicherheit sowie das optische Erscheinungsbild
eines solchen Mehrschichtkdrpers beeintrachtigt.
[0009] Unter Register oder Registergenauigkeit ist die
lagegenaue Anordnung von Ubereinander liegenden
Schichten relativ zueinander unter Einhaltung einer ge-
wiinschten Lagetoleranz zu verstehen.

[0010] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Herstellen eines Mehrschicht-
kérpers anzugeben, welches die Herstellung eines Mehr-
schichtkérpers mit verbesserter Falschungssicherheit
ermoglicht. Es ist ferner Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen besonders falschungssicheren Mehr-
schichtkérper anzugeben.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Herstellung eines Sicherheitselements sowie durch ein
Sicherheitselement gemal den unabhangigen Anspri-
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chen gelost.

[0012] Indem die partielle zweite Schicht bzw. das par-
tielle zweite Schichtsystem als Maske verwendet wird,
um die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
Schichtsystem zu strukturieren, wird es ermdglicht, die
beiden Schichten bzw. Schichtsysteme exakt im Regis-
ter zueinander anzuordnen. Dabei ist es insbesondere
von Bedeutung, dass sich die zweite partielle Schicht
bzw. das zweite partielle Schichtsystem nicht nur in die-
jenigen Bereiche erstreckt, die von der ersten partiellen
Schicht bzw. dem ersten partiellen Schichtsystem be-
deckt sind - also den ersten Teilbereich -, sondern auch
in die von der ersten partiellen Schicht bzw. dem ersten
partiellen Schichtsystem nicht bedeckten Bereiche - also
den zweiten Teilbereich. Unter einer Verwendung der
zweiten partiellen Schicht bzw. des zweiten partiellen
Schichtsystems als Maske ist hierbei zu verstehen, dass
beim Strukturieren der ersten partiellen Schicht bzw. des
ersten partiellen Schichtsystem diese bzw. diesesinden-
jenigen Bereichen, die von der zweiten partiellen Schicht
bzw. dem zweiten partiellen Schichtsystem bedeckt sind
entweder selektiv erhalten bleibt oder selektiv entfernt
wird. Es ergibt sich daher bei der Strukturierung eine de-
finierte Lagebeziehung zwischen den beiden Schichten
bzw.Schichtsystemen, so dass diese registergenau zu-
einander angeordnet sind, beispielsweise nahtlos anei-
nander anschlielen.

[0013] Unter Schichtsystem soll hierbei jegliche An-
ordnung mehrerer Schichten verstanden werden. Die
Schichten kénnen dabei in Richtung der Flachennorma-
len des Schichtsystems Ubereinander oder aber auch in
einer Ebene nebeneinander angeordnet sein. Auch eine
Kombination von derart horizontal und vertikal angeord-
neten Schichten ist moglich.

[0014] Unter Uberlappung wird dabei verstanden,
dass diejeweiligen Teilbereiche in Richtung der Flachen-
normalen der von der ersten bzw. zweiten Schicht auf-
gespannten Ebenen, also in Stapelrichtung des Mehr-
schichtkorpers betrachtet zumindest teilweise Uberein-
ander liegen.

[0015] Die Erzeugung der beiden Schichten bzw.
Schichtsysteme muss dabei nicht in der angegebenen
Reihenfolge erfolgen, d.h. die zweite partielle Schicht
bzw. das zweite partielle Schichtsystem kann auch vor
der ersten partiellen Schicht bzw. dem ersten partiellen
Schichtsystem erzeugt werden. Die Schichten bzw.
Schichtsysteme kdnnen dabei direkt auf dem Substrat,
direkt aufeinander oder unter Erzeugung beliebiger Zwi-
schenschichten erzeugt werden.

[0016] Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in Schritt c)
erfolgt bevorzugt durch Atzen. Dabei ist es zweckmaRig,
wenn die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zwei-
te Schichtsystem ein Atzresist ist, bzw. einen Atzresist
umfasst.

[0017] Unter einem Atzresist soll dabei eine Substanz
verstanden werden, die gegeniiber einem Atzmittel be-
standig ist und die eine gegeniiber dem Atzmittel emp-
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findliche Substanz vor einem Angriff durch das Atzmittel
dort schiitzen kann, wo sie diese bedeckt.

[0018] Bei dieser Ausfiihrungsform wird nach Erzeu-
gen der beiden Schichten bzw. Schichtsysteme also ein
Atzmittel auf den resultierenden Schichtstapel angewen-
det, das die erste partielle Schicht bzw. das erste partielle
Schichtsystem dort entfernt, wo es nicht von der zweiten
partiellen Schicht bzw. dem zweiten partiellen Schicht-
system bedeckt ist.

[0019] Der Atzresist ist dabei vorzugsweise ein Lack,
derinsbesondere Bindemittel, Farbstoffe, Pigmente, ins-
besondere bunte oder unbunte Pigmente, Effektpigmen-
te, Dunnfilmschichtsysteme, cholesterische Flissigkris-
talle und/oder metallische oder nichtmetallische Nanop-
artikel umfassen kann. Damit erfiillt die zweite partielle
Schicht bzw. das zweite partielle Schichtsystem nicht nur
eine Schutzfunktion beim Strukturieren der ersten parti-
ellen Schicht bzw. des ersten partiellen Schichtsystems,
sondern kann selbst eine dekorative Wirkung entfalten.
Es ist auch méglich, dass fiir die zweite partielle Schicht
bzw. das zweite partielle Schichtsystem mehrere ver-
schiedene Atzresists, beispielsweise Resistlacke mit un-
terschiedlicher Farbgebung, verwendet werden, um wei-
tere visuelle Effekte zu erzeugen.

[0020] Das zum Strukturieren der ersten partiellen
Schicht bzw. des ersten partiellen Schichtsystems ver-
wendete Atzmittel hangt dabei von der Zusammenset-
zung dieser Schicht bzw. dieses Schichtsystems ab. Fur
insbesondere weitgehend opake metallische Schichten
oder insbesondere transparente oder transluzente HRI-
Schichten (HRI = High Refractive Index) eignet sich bei-
spielsweise Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natrium-
carbonat, Tetramethylammoniumhydroxid oder Natrium-
Ethylendiamintetraacetat. Fiir solche Atzmittel eignen
sich beispielsweise Atzresiste auf der Basis von PVC
(Polyvinylchlorid), Polyesterharzen, Acrylaten, wobei ty-
pischerweise weitere filmbildende Substanzen wie Nitro-
zellulose beigemischt sein kénnen. Das Atzen kann da-
bei durch mechanische Agitation, beispielsweise durch
Blrsten, Bewegen des Atzbades oder Ultraschallbe-
handlung unterstiitzt werden. Ubliche Temperaturen fiir
den Atzvorgang liegen bevorzugt zwischen 15°C und
75°C.

[0021] Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in Schritt c)
kann ferner bevorzugt durch ein Lift-Off-Verfahren erfol-
gen. Dabei ist es zweckmaRig, wenn die partielle zweite
Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem ein
Waschlack ist, bzw. einen Waschlack umfasst.

[0022] Bei Lift-Off-Verfahren wird der Waschlack mit-
tels eines Losemittels entfernt. Der Waschlack muss also
in dem L&semittel 16slich sein. Bevorzugt wird aus Um-
weltschutzgriinden Wasser als Ldsemittel verwendet.
Geeignete Waschlacke sind beispielsweise auf Basis
von Polyvinylalkohol (PVA) oder Polyvinylpyrrolidon
(PVP) aufgebaut und kénnen zusatzlich Fullstoffe ent-
halten, die das spatere Entfernen des Waschlacks er-
leichtern. Das Entfernen des Waschlacks erfolgtin einem
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Lésemittelbad oder durch Bespriihen mit Lésemittel, vor-
zugsweise bei Temperaturen von 15°C bis 65°C. Wie
auch beim Atzen, kann die Entfernung des Waschlacks
mechanisch unterstltzt werden, beispielsweise durch
Birsten, Bewegen des Ldsemittelbades, Bespriihen
oder Ultraschallbehandlung.

[0023] InBereichen, wo die partielle erste Schicht bzw.
das partielle erste Schichtsystem auf dem Waschlack
aufgetragen ist, wird die partielle erste Schicht bzw. das
partielle erste Schichtsystem zusammen mit dem
Waschlack entfernt. Die partielle erste Schicht bzw. das
partielle erste Schichtsystem verbleibt also nur in Berei-
chen, indenen sie bzw. es nicht mit der partiellen zweiten
Schichtbzw. dem partiellen zweiten Schichtsystem Uber-
lappt. Es entsteht also ein Negativ zu den Uberlappungs-
bereichen. Dies istinsbesondere dann sinnvoll, wenn der
Waschlack Bestandteil eines Schichtsystemsist, sodass
dann die verbleibenden, nicht mit dem Waschlack abge-
lI6sten Bestandteile des Schichtsystems registergenau
zu den verbleibenden Bereichen der ersten Schicht bzw.
des ersten Schichtsystems angeordnet sind.

[0024] Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in Schritt c)
kann ferner bevorzugt durch Maskenbelichtung erfolgen.
Hierbei wirkt also die partielle zweite Schicht bzw. das
partielle zweite Schichtsystem selber als Belichtungs-
maske oder wird mittels einer separaten Belichtungs-
maske strukturiert. Hierbei ist es zweckmafig, wenn die
partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite Schicht-
system ein Schutzlackist bzw. einen Schutzlack umfasst.
[0025] Unter Schutzlack soll dabei eine Substanz ver-
standen werden, welche in einem zum Belichten der par-
tiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten Schicht-
systems verwendeten Wellenldngenbereich absorbiert.
Bei der Belichtung werden die partiellen Schichten bzw.
Schichtsysteme vollflachig mit Licht dieses Wellenlan-
genbereichs bestrahlt, vorzugsweise senkrecht zur
Schichtebene. Ubliche fiir die Belichtung verwendete
Wellenlangen sind beispielsweise 250 nm bis 420 nm.
Vorzugsweise erfolgt die Belichtung mit einer Dosis von
10 mJ/cm? bis 500 mJ/cmZ2. Die Belichtungszeiten erge-
ben sich aus den Empfindlichkeiten der verwendeten Ma-
terialien und der Leistung der zur Verfligung stehenden
Belichtungsquelle.

[0026] Wo die partielle zweite Schicht bzw. das parti-
elle zweite Schichtsystem vorliegt, erreicht also weniger
Licht dieser Wellenlange die partielle erste Schicht bzw.
das partielle erste Schichtsystem.

[0027] Esistauch méglich, Atzresists und Schutzlacke
zu kombinieren, beispielsweise durch Zugabe von ab-
sorbierenden Substanzen, beispielsweise sogenannten
UV-Absorbern, Farbstoffen, Farbpigmenten oder streu-
enden Substanzen, wie beispielsweise Titandioxid zu ei-
nem Atzresistlack.

[0028] Der Schutzlack ist dabei vorzugsweise ein
Lack, der insbesondere Bindemittel, Farbstoffe, Pigmen-
te, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente, Effekt-
pigmente, Dinnfilmschichtsysteme, cholesterische
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Flussigkristalle und/oder metallische oder nichtmetalli-
sche Nanopartikel umfasst. Geeignete Schutzlacke sind
beispielsweise auf Basis PVC, Polyester oder Acrylaten
formuliert. Damit erflllt die zweite partielle Schicht bzw.
das zweite partielle Schichtsystem nicht nur eine Schutz-
funktion beim Strukturieren der ersten partiellen Schicht
bzw. des ersten partiellen Schichtsystems, sondernkann
selbst eine dekorative Wirkung entfalten. Es ist auch
moglich, dass fir die zweite partielle Schicht bzw. das
zweite partielle Schichtsystem mehrere verschiedene
Schutzlacke, beispielsweise mit unterschiedlicher Farb-
gebung, verwendet werden, um weitere visuelle Effekte
Zu erzeugen.

[0029] Um die gewiinschte Strukturierung zu errei-
chen, ist es zweckmaRig, wenn die partielle erste Schicht
bzw. das partielle erste Schichtsystem ein Fotolack ist,
bzw. einen Fotolack umfasst.

[0030] Ein Fotolack &ndert bei Belichtung in einem be-
stimmten Wellenldngenbereich seine chemischen
und/oder physikalischen Eigenschaften, so dass die un-
terschiedlichen Eigenschaften der belichteten und unbe-
lichteten Bereiche ausgenutzt werden kénnen, um in ei-
nem der Bereiche den Fotolack selektiv zu entfernen.
Beispielsweise verandert sich beim Belichten des Foto-
lacks dessen Loslichkeit gegeniiber einem Lésemittel,
welches nach der Belichtung zum Entwickeln des Foto-
lacks verwendet werden kann. Bei positiven Fotolacken
wird bei dem an die Belichtung anschlieBenden Entwick-
lungsschritt selektiv der belichtete Bereich entfernt, bei
negativen Fotolacken der unbelichtete Bereich. Ein Fo-
tolack kann also auch als Waschlack dienen.

[0031] Geeignete positive Fotolacke sind beispiels-
weise AZ 1518 oder AZ 4562 von AZ Electronic Materials
auf Basis von Phenolharz/Diazochinon. Geeignete ne-
gative Fotolacke sind beispielsweise AZ nLOF 2000 oder
ma-N 1420 von micro resist technology GmbH beispiels-
weise auf Basis von Zimtsaurederivaten. Diese kénnen
vorzugsweise durch Bestrahlung mit Licht in einem Wel-
lenldngenbereich von 250nm bis 440nm belichtet wer-
den. Die bendtigte Dosis richtet sich nach den jeweiligen
Schichtdicken, der Wellenlange der Belichtung und der
Empfindlichkeit der Fotolacke.

[0032] Zur Entwicklung dieser Fotolacke eignet sich
beispielsweise Tetramethylammoniumhydroxid. Die
Entwicklung erfolgt bevorzugt bei Temperaturen von
15°C bis 65°C fir eine bevorzugte Entwicklungszeit von
2 Sekunden bis zu wenigen Minuten Auch hier kann der
Entwicklungsvorgang und die damit einhergehende lo-
kale Entfernung des Fotolackes wieder durch mechani-
sche Agitation, wie beispielsweise Bursten, Wischen,
Anstromen mit dem Entwicklungsmedium oder Ultra-
schallbehandlung unterstiitzt werden.

[0033] Auch der Fotolack kann insbesondere Binde-
mittel, Farbstoffe, Pigmente, insbesondere farbige Pig-
mente, Effektpigmente, Dunnfilmschichtsysteme, cho-
lesterische Flussigkristalle und/oder metallische oder
nichtmetallische Nanopartikel enthalten, um zusatzliche
dekorative Effekte zu erfillen.
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[0034] EsistweiterzweckmaRig, wenninden Schritten
a) bzw. b) die partielle erste Schicht bzw. das partielle
erste Schichtsystem und/oderdie partielle zweite Schicht
bzw. das partielle zweite Schichtsystem zunachst voll-
flachig oder zumindest in groRflachigen Bereichen er-
zeugt und anschlieend strukturiert wird. Das vollflachi-
ge oder grof¥flachige Erzeugen kann dabei beispielswei-
se durch Drucken oder Bedampfen erfolgen.

[0035] Das anschlieBende Strukturieren der partiellen
ersten Schichtbzw. des partiellen ersten Schichtsystems
und/oder der partiellen zweiten Schicht bzw. des partiel-
len zweiten Schichtsystems in den Schritten a) bzw. b)
erfolgt dann bevorzugt durch Atzen, Lift-Off oder Mas-
kenbelichtung. Dies erfolgt analog zur Strukturierung der
partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems in Schritt c), wie vorstehend beschrie-
ben. Die bendtigten Atzresists, Schutzlacke oder Wasch-
lacke kdnnen dabei wiederum Bestandteil eines oder bei-
der der Schichtsysteme sein oder aber als zuséatzliche
Schichten aufgetragen werden. Diese Schichten kénnen
wiederum als Bestandteil der Schichtsysteme verbleiben
oder auch in einem weiteren Schritt wieder abgeldst wer-
den. Im Falle der Maskenbelichtung kann auch eine ex-
terne Belichtungsmaske verwendet werden, die auf die
jeweilige Schicht bzw. das jeweilige Schichtsystem auf-
gelegt wird. Es sind jedoch auch Verfahren moglich, in
denen beispielsweise mittels eines Lasers bestimmte
Bereiche der ersten Schicht oder des ersten Schichtsys-
tems partiell entfernt werden. Solche Verfahren eignen
sich insbesondere zur individuellen Kennzeichnung von
Sicherheitselementen.

[0036] Es ist ferner moglich, dass beim Strukturieren
der partiellen zweiten Schichtbzw. des partiellen zweiten
Schichtsystems in Schritt b) gleichzeitig die Strukturie-
rung der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ers-
ten Schichtsystems gemaR Schritt c) erfolgt. Hierdurch
wird ein besonders einfach und schnell durchzufiihren-
des Verfahren geschaffen.

[0037] Alternativ ist es auch mdéglich, dass in Schritt a)
und/oder b) die partielle erste Schicht bzw. das partielle
erste Schichtsystem und/oder die partielle zweite Schicht
bzw. das partielle zweite Schichtsystem strukturiert er-
zeugt werden. Hierzu wird bevorzugt ein Druckverfahren
verwendet, insbesondere Tiefdruck, Flexodruck, Offset-
druck, Siebdruck oder Digitaldruck, insbesondere Tin-
tenstrahldruck.

[0038] Vorzugsweise istbzw. umfasstdie partielle ers-
te Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem eine
Reflexionsschicht aus einem insbesondere opaken Me-
tall und/oder einem insbesondere transparenten oder
transluzenten Material mit hohem Brechungsindex (da-
mitist ein hoher Realteil des komplexen Brechungsindex
gemeint), und/oder zumindest eine ein- oder mehrfarbige
Farblackschicht und/oder ein Fabry-Perot-Schichtsys-
tem.

[0039] Es istweiter bevorzugt, wenn die partielle zwei-
te Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem zu-
mindest eine transparente, transluzente oder auch weit-
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gehend opake einfarbige oder mehrfarbige Lackschicht,
insbesondere einen Atz- und/oder Schutzlack, und/oder
ein Fabry-Perot-Schichtsystem ist oder umfasst. Durch
die Verwendung bzw. Kombination solcher Schichten
oder Schichtsysteme fir die partielle erste und zweite
Schicht bzw. das partielle erste und zweite Schichtsys-
tem lassen sich vielfaltige optische Effekte erzeugen, die
weiter zur Falschungssicherheit beitragen und das opti-
sche Erscheinungsbild besonders ansprechend gestal-
ten.

[0040] Bevorzugt werden dabei die partielle erste
Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem und/oder
die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form zumindest eines Motivs, Musters,
Symbols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charak-
tere, insbesondere Zahlen oder Buchstaben, aufgetra-
gen. Die Schichten bzw. Schichtsysteme kdnnen sich
auch bereits vor oder auch erst nach dem Strukturieren
der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems zu einem solchen Motiv, Muster, Sym-
bol, Bild, Logo oder zu alphanumerischen Charakteren,
insbesondere Zahlen oder Buchstaben ergénzen. Ein
derart erzeugtes graphisches Element, das durch die Zu-
sammenwirkung mehrerer Schichten entsteht, ist beson-
ders schwer zu reproduzieren und daher besonders fal-
schungssicher.

[0041] Es ist weiter vorteilhaft, wenn die partielle erste
Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem und/oder
die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form eines ein- oder zweidimensiona-
len Linien-und/oder Punktrasters aufgetragen wird. Hier-
bei sind auch transformierte Linienraster moglich, bei-
spielsweise mit wellenférmigen Linien, welche auch eine
variable Linienbreite aufweisen kdnnen. Die Punkte ei-
nes Punktrasters kdnnen beliebige Geometrien und/oder
GroRen aufweisen und mussen nicht kreisscheibenfor-
mig sein. Beispielsweise sind auch Punktraster aus drei-
eckigen, rechteckigen, beliebig polygonalen, sternférmi-
gen oder in Form von Symbolen ausgebildeten Punkten
moglich. Das Punktraster kann auch aus unterschiedlich
grofRen und/oder unterschiedlich geformten Punkten auf-
gebraut sein. Gerade wenn ein solches Raster mit einem
graphischen Elementin derjeweils anderen Schichtbzw.
im jeweils anderen Schichtsystem zusammenwirkt, kén-
nen weitere graphische Effekte, wie beispielsweise Halb-
tonbilder erzeugt werden.

[0042] Bevorzugtweistdas Linien-und/oderPunktras-
ter dabei eine Rasterweite von weniger als 300 um, be-
vorzugt von weniger als 200 wm und von mehr als 25
pm und bevorzugt von mehr als 50 wm auf. Die Raster-
weite kann Uiber das Raster hinweg auch variieren. Lini-
enstarken bzw. Punktdurchmesser betragen vorzugs-
weise von 25 um bis 150 pm und kdnnen ebenfalls va-
riieren. Solche Raster wirken sich auf andere graphische
Elemente, die von dem Raster Uberlagert werden aus,
werden aber selbst mit dem nackten menschlichen Auge
nicht mehr als solche wahrgenommen.

[0043] Esistweiter vorteilhaft, wenn das Substrat eine
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Tragerschicht, insbesondere eine Folie aus einem
Kunststoff, bevorzugt Polyester, insbesondere PET (Po-
lyethylenterephthalat), und/oder eine Abléseschicht, bei-
spielsweise aus einem Polymerlack, z.B. PMMA (Poly-
methylmethacrylat) oder aus wachsartigen Substanzen
umfasst. Eine solche Tragerschicht verleiht dem Mehr-
schichtkérper bei seiner Herstellung und spateren Hand-
habung Stabilitat und schiitzt ihn vor Beschadigung. Eine
Abléseschicht erméglicht ein leichtes Abldsen des Si-
cherheitselements von nicht benétigten Schichten, wie
der Tragerschicht, so dass es an dem gewUinschten Do-
kument oder Objekt angebracht werden kann, insbeson-
dere in Form einer HeiRpragefolie mit der Tragerschicht
als Tragerfolie und dem Sicherheitselement als von der
Tragerfolie auf einen Untergrund zu tibertragende Trans-
ferlage.

[0044] Vorzugsweise umfasst das Substrat eine Rep-
lizierschicht mit einem diffraktiven Oberflachenrelief. Die
Replizierschicht kann aus einem thermoplastischen, d.h.
thermisch hartbaren oder trockenbaren Replizierlack
oder einem UV-hartbaren Replizierlack oder einer Mi-
schung aus solchen Lacken bestehen.

[0045] Es ist dabei vorteilhaft, wenn das in die Repli-
zierschicht eingebrachte Oberflachenrelief ein optisch
variables Element, insbesondere ein Hologramm, Kine-
gram® oder Trustseal®, ein vorzugsweise sinusférmiges
Beugungsgitter, eine asymmetrische Reliefstruktur, ein
Blaze-Gitter, eine vorzugsweise isotrope oder anisotrope
Mattstruktur, oder eine lichtbeugende und/oder lichtbre-
chende und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Nanos-
truktur, eine binare oder kontinuierliche Fresnellinse, ei-
ne Mikroprismenstruktur, eine Mikrolinsenstruktur oder
eine Kombinationsstruktur daraus ausbildet.

[0046] Durch solche Strukturen oder Kombinationen
daraus lassen sich vielféltige optische Effekte erzielen,
die zudem schwer nachzuahmen und mit Uiblichen opti-
schen Kopiermethoden nicht oder nur schwer kopierbar
sind, so dass sich ein besonders falschungssicherer
Mehrschichtkdrper ergibt.

[0047] Es ist weiter zweckmaRig, wenn in einem wei-
teren Schrittd) eine dritte Schicht bzw. ein drittes Schicht-
system aufgetragen wird, welche bzw. welches insbe-
sondere eine HRI-Schicht und/oder eine Klebstoffschicht
ist bzw. umfasst.

[0048] Klebeschichten kénnen benutzt werden, um
den Mehrschichtkdrper auf einem Untergrund, beispiels-
weise einem zu sichernden Dokument zu befestigen.
HRI-Schichten sind besonders zweckmafig im Zusam-
menhang mit flachig ausgedehnten Reliefstrukturen, die
durch die transparente HRI-Schicht auch in Bereichen,
indenendie erste und/oder zweite Schichtbzw. das erste
und/oder zweite Schichtsystem keine opake metallisierte
Schicht bereitstellen, sichtbar gemacht werden kénnen.
Als Material fur eine HRI-Schicht eignet sich beispiels-
weise Zinksulfid, oder auch Titandioxid oder Zirkondio-
xid.

[0049] Ein derart erhaltlicher Mehrschichtkdrper kann
als Sicherheitselement Anwendung finden, insbesonde-
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re fur ein Sicherheitsdokument, insbesondere eine Bank-
note, ein Wertpapier, ein Ausweisdokument, einen Rei-
sepass oder eine Kreditkarte.

[0050] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
mehreren Ausflihrungsbeispielen unter Zuhilfenahme
der Zeichnung beispielhaft verdeutlicht. Es zeigen:

Fig. 1A-C: einen Mehrschichtkdrper und die Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer Metallschicht und einer einfar-
bigen Lackschicht;

Fig. 2A-C: einen Mehrschichtkdrper und die Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer Metallschicht und einer zweifar-
bigen Lackschicht;

eine Schnittdarstellung durch ein erstes
Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-
nes Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;
Fig. 4: eine Schnittdarstellung durch ein zweites
Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-
nes Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;
Fig. 5: eine Schnittdarstellung durch ein drittes
Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-
nes Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;
Fig. 6: einen Mehrschichtkérpers mit einer Me-
tallschicht, einer einfarbigen Lackschicht,
einer diffraktiven Struktur und einer HRI-
Schicht;

Fig. 7A-C: einen Mehrschichtkdrper und die Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit zwei Metallschichten und einer einfar-
bigen Lackschicht;

Fig. 8A-C: einen Mehrschichtkérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer Metallschicht, einer HRI-Schicht
und einer einfarbigen Lackschicht;

Fig. 9A-C: einen Mehrschichtkérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer feinstrukturierten Metallschicht
und einer einfarbigen Lackschicht;

Fig. 10: eine Schnittdarstellung durch ein erstes
Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-
nes Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 9;
Fig. 11: eine Schnittdarstellung durch ein zweites
Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-
nes Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 9;

Fig. 12: eine Schnittdarstellung durch ein drittes
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Zwischenprodukt bei der Herstellung ei-

nes Mehrschichtkdrpers gemaR Fig. 9;
Fig. 13: eine Schnittdarstellung durch den ferti-
gen Mehrschichtkdrper gemaR Fig. 9;

eine Detailansicht der Strukturen fiir die
Metall- und Lackschicht fir den Mehr-
schichtkérper geman Fig. 9

Fig. 14

Fig. 15A-C:  einen Mehrschichtkdérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer Metallschicht und einer frontsei-
tigen Lackschicht;

Fig. 16A-C:  einen Mehrschichtkdérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer gerasterten Metall- und Lack-
schicht;

Fig. 177A-C:  einen Mehrschichtkdérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer feinstrukturierten Metallschicht
und einer mehrfarbigen Lackschicht;
Fig. 18A-E:  einen Mehrschichtkdérper und Herstel-
lungsschritte eines Mehrschichtkdrpers
mit einer feinstrukturierten Metallschicht

und einer einfarbigen Lackschicht;

[0051] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausflihrungsbeispiel ei-
nes Mehrschichtkérpers 10, der als Sicherheitselement
fir Banknoten, Wertpapiere, Ausweisdokumente, Ti-
ckets oder geschitzte Produktverpackungen Verwen-
dung finden kann. Der Mehrschichtkérper 10 umfasst ei-
ne erste Schicht 11, die als Metallschicht, beispielsweise
aus Aluminium, ausgebildet ist, sowie eine zweite
Schicht 12, die als farbiger Atzresistlack ausgebildet ist.
Neben Aluminium sind auch Kupfer, Silber oder Chrom
geeignet oder auch verschiedenste Metalllegierungen.
[0052] Wie Fig. 1a zeigt, wird zur Herstellung des
Mehrschichtkérpers 10 zunachst die erste Schicht 11 er-
zeugt, was beispielsweise durch Aufdampfen auf ein
nicht gezeigtes Substrat erfolgen kann. Das Aufdampfen
erfolgt bevorzugt im Vakuum durch thermisches Ver-
dampfen, mittels Elektronenstrahlverdampfung oder
auch mittels Sputtern. Die Schichtdicke der ersten
Schicht 11 betragt dabei vorzugsweise 5 nm bis 100 nm,
weiter bevorzugt 15 nm bis 40 nm.

[0053] AnschlieRend kann die erste aufgedampfte
Schicht mittels bekannter Verfahren partiell entfernt wer-
den, beispielsweise durch das partielle Auftragen eines
Atzresists nach dem Bedampfen und anschlieRendes At-
zen inklusive Entfernen des Atzresists; durch das parti-
elle Auftragen eines Waschlacks vor dem Bedampfen
und Abwaschen (Lift-Off) nach dem Bedampfen oder
durch partielles Auftragen eines Fotolacks nach dem Be-
dampfen und anschlieendes Belichten und nachfolgen-
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des Entfernen der belichteten oder unbelichteten Be-
standteile des Fotolacks je nach Art (positiv, negativ) des
Fotolacks.

[0054] Alternativ wird das Substrat nicht vollflachig be-
dampft, die Schicht 11 wird vielmehr partiell erzeugt, so
dass sie in einem ersten Bereich 111 vorliegt und in ei-
nem zweiten Bereich 112 nicht vorhanden ist. Es sind
hierzu verschiedene Verfahren bekannt, wie beispiels-
weise Abschirmung mittels einer mitlaufenden Maske
oder Druck eines Ols, welches die Abscheidung der Me-
tallschicht im Aufdampfprozess verhindert.

[0055] Auf dem Substrat kann vorher bereits eine re-
plizierte diffraktive Struktur, beispielsweise in Form eines
optisch variablen Elements (OVD = optical variable de-
vice), insbesondere ein Hologramm, Kinegram® oder
Trustseal®, ein vorzugsweise sinusférmiges Beugungs-
gitter, eine asymmetrische Reliefstruktur, ein Blaze-Git-
ter, eine vorzugsweise isotrope oder anisotrope Matt-
struktur, oder eine lichtbeugende und/oder lichtbrechen-
de und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Nanostruk-
tur, eine bindre oder kontinuierliche Fresnellinse, eine
Mikroprismenstruktur, eine Mikrolinsenstruktur oder eine
Kombinationsstruktur daraus, aufgebracht worden sein.
Diese muss aber nicht notwendigerweise vorliegen.
[0056] Die erste Schicht 11 muss auch nicht, wie ge-
zeigt, zusammenhéangend vorliegen, sondern kann be-
liebig strukturiert sein und eine beliebige Form aufwei-
sen.

[0057] Im nachsten Schritt wird die zweite Schicht 12,
hier in Form eines strahlenférmigen Musters, auf die ers-
te Schicht aufgedruckt. Als Drucktechnik wird dabei vor-
zugsweise Tiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck, Sieb-
druck oder Digitaldruck, insbesondere Tintenstrahl-
druck, verwendet.

[0058] Hierbei erstreckt sich die zweite Schicht 12 so-
wohlin den von der ersten Schicht 11 bedeckten Bereich
111, deckt diesen aber nicht vollstandig ab, als auch in
den von der ersten Schicht 11 nicht bedeckten Bereich
112. Falls eine replizierte diffraktive Struktur vorliegt, er-
folgt der Druck bevorzugt im Register zu dieser Struktur,
wobei je nach Druckverfahren Toleranzen von +/- 1 mm,
bevorzugt +/-0,5 mm angestrebt werden.

[0059] Derzum Druck der zweiten Schicht 12 verwen-
dete Lack ist ein Atzresist, also resistent gegeniiber ei-
nem Atzmittel, welches das Metall der ersten Schicht 11
aufldsen kann. Bei der Verwendung von Aluminium fir
die erste Schicht kann dieses Atzmittel beispielsweise
Natronlauge sein. Als Atzresist eignet sich dann bei-
spielsweise ein Lack auf Basis von PVC/PVAc (Polyvi-
nylacetat)-Copolymer.

[0060] Der Lack enthalt ferner Farbstoffe, Pigmente,
insbesondere bunte oder unbunte Pigmente oder Effekt-
pigmente, Dinnfilmschichtsysteme oder cholesterische
Flussigkristalle oder Nanopartikel, so dass er einen op-
tisch sichtbaren Effekt erzeugt.

[0061] Nach dem Druck der zweiten Schicht 12 wird
das in Fig. 1b gezeigte Zwischenprodukt mit dem be-
schriebenen Atzmittel behandelt. Das Atzen erfolgt dann
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bevorzugtbei einer Konzentration von 0,1% bis 5%, einer
Temperatur des Atzmittels von 15°C bis 75°C Uber eine
Zeitdauer von 5 Sekunden bis 100 Sekunden. Ein geeig-
neter Atzresist ist beispielsweise ein Lack auf Basis von
PVC/PVAc (Polyvinylacetat)-Copolymer, welcher in ei-
ner Schichtdicke von bevorzugt von 0,1 um bis 10 um
aufgedruckt wird. In den nicht von der zweiten Schicht
bedeckten Bereichen 16st sich dabei die erste Schicht 11
auf. An das Atzen kann sich noch ein Spiilvorgang, bei-
spielsweise mit Wasser und ein Trocknungsschritt an-
schliel3en.

[0062] Fig. 1c zeigt den resultierenden Mehrschicht-
korper 10 von der der Druckseite entgegengesetzten Sei-
te. Es ist zu erkennen, dass die Strukturen der ersten
Schicht 11 und zweiten Schicht 12 nahtlos ineinander
Ubergehen, also registergenau angeordnet sind. Diese
Seite ist auch die typische Betrachtungsseite des Mehr-
schichtkérpers 10. Liegt eine replizierte diffraktive Struk-
tur vor, so wirkt die erste Schicht 11 als Reflexions-
schicht, so dass die diffraktive Struktur im Bereich der
ersten Schicht 11 besonders deutlich sichtbar ist. Durch
eine zusatzliche Beschichtung mit einer nicht gezeigten
Kleberschicht kann die diffraktive Struktur im nicht von
der ersten Schicht 11 bedeckten Bereich 111 komplett
ausgeldscht werden, wenn die Kleberschicht einen &ahn-
lichen Brechungsindex (z.B. etwa 1,5) wie die Replizier-
schicht aufweist und daher keine optisch wirksame
Grenzschicht zwischen Kleberschicht und Replizier-
schicht ausgebildet wird. Dabei sollten sich bevorzugt
die Brechungsindizes beider benachbarter Schichten um
nicht mehr als 0,1 voneinander unterscheiden. Die Kle-
berschicht dient gleichzeitig der Applikation des Mehr-
schichtkérpers 10 auf einen Untergrund, beispielsweise
eine Banknote. Die Farbe kann dabei weitgehend trans-
parent oder transluzent ausgestaltet sein, sodass der da-
runterliegende Untergrund erkennbar ist, aber auch eine
weitgehend opake Ausgestaltung ist moglich.

[0063] Anstelle einer Metallschicht als erste Schicht 11
kénnen auch mehrere aneinandergrenzende Farb-
schichten verwendet werden, die auf das Substrat auf-
gedruckt werden. Geeignete Lacke hierflr sind beispiels-
weise Fotolacke, wie beispielsweise AZ 1518 von AZ
Electronic Materials. Die zweite Schicht 12 ist dann be-
vorzugt ein Schutzlack, beispielsweise ein transparenter
oder opaker Lack mit einem UV-Blocker. Hierflr eignen
sich insbesondere Benzophenon-Derivate oder hochdis-
perses Titandioxid. Die zweite Schicht 12 wird dann be-
vorzugt Uberlappend mit den Grenzbereichen der Farb-
schichten der ersten Schicht 11 aufgedruckt. Nach voll-
flachiger Belichtung in einem Wellenldngenbereich von
vorzugsweise 320 nm bis 430 nm, einer bevorzugten Be-
lichtungsdosis von 10 mJ/cm? bis 500 mJ/cm?2 und Atzen
mit beispielsweise 0,3% NaOH bei einer bevorzugten
Temperatur von etwa 50°C flr eine Zeit von vorzugswei-
se 10 Sekunden bis 30 Sekunden verbleiben dann ledig-
lich die Farbbestandteile der ersten Schicht 11, wo sie
durch die zweite Schicht 12 abgedeckt wurden und bilden
so ein mehrfarbiges Dekor. Liegt z.B. die zweite Schicht
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12 in Form von Guillochenlinien vor, so zeigt der fertige
Mehrschichtkérper 10 Guillochenlinien, in denen sich
Farbibergange zeigen, also einen sogenannten Iris-
druck.

[0064] Der in Fig. 2 gezeigte Mehrschichtkérper 10
wird analog zu Fig. 1 hergestellt. Lediglich im zweiten
Herstellungsschritt geman Fig. 2b wird die zweite Schicht
12 als Schichtsystem durch Druck von zwei verschieden-
farbigen Lacken 121, 122 gebildet. Die beiden Lacke
121, 122 kénnen sich dabei bereichsweise tUberdecken
und werden bevorzugt im Register mit einer Toleranz
von vorzugsweise weniger als 0,5 mm und besonders
bevorzugt von weniger als 0,2 mm gedruckt.

[0065] Nach dem Atzen, das wie in Fig. 1 beschrieben
durchgefiihrt wird, ergibt sich der Mehrschichtkérper 10
gemal Fig. 2c. Die durch die zweite Schicht 12 gebilde-
ten Strahlen des gezeigten sternfdrmigen Motivs er-
scheinen nun abwechselnd in den Farben der Lacke 121,
122. Neben im sichtbaren Bereich erkennbaren Druck-
farben kdnnen hier wie auch in den anderen gezeigten
Ausfiihrungsbeispielen auch Lacke verwendet werden,
die UV-aktiv sind oder mittels IR-Bestrahlung angeregt
werden kénnen oder optisch variable Effekte zeigen, wie
beispielsweise OVI®-Farben, oder die elektrisch oder
magnetisch detektierbar sind, beispielsweise durch die
Zugabe entsprechender metallischer Nanopartikel.
[0066] Auch hierkann,wie anhand Fig. 1 erlautert, wie-
derum ein Irisdruckeffekt geschaffen werden.

[0067] Die Figuren 3 bis 5 zeigen die Herstellungs-
schritte eines alternativen Mehrschichtkdrpers 10, der je-
doch in der Grundstruktur dem in Fig. 2 gezeigten ent-
spricht. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die
zweite Schicht 12 in diesem Fall nicht bereits strukturiert
aufgedruckt wird, sondern zunachst vollflachig oder zu-
mindest in grof3flachigen Bereichen aufgebracht und an-
schlieend strukturiert wird.

[0068] Hierzu wird zundchst auf eine Tragerschicht 13
aus Polyester, insbesondere PET eine Abléseschicht 14
und eine Replizierschicht 15 aus beispielsweise einem
thermoplastischen Kunststoff oder einem strahlungs-
oder temperaturhartbaren Replizierlack aufgebracht,
wobei diese Schichten wiederum aus mehreren Lagen
bestehen kdnnen. In die Replizierschicht 15 werdendann
diffraktive Strukturen 151 eingeformt, beispielsweise
durch Pragen mit einem metallischen Pragewerkzeug.
Auf die Replizierschicht 15 wird nun die erste Schicht 11
aufgetragen, die in diesem Fall als Schicht aus einem
transparenten hochbrechenden Material (HRI = High Re-
fractive Index), beispielsweise aus Zinksulfid oder Titan-
dioxid, ausgebildet ist. Auf die erste Schicht 11 wird dann
vollflachig oder zumindest in grof¥flachigen Bereichen
die zweite Schicht 12 aufgetragen, die wiederum aus
zwei verschiedenfarbigen Lacken 121, 122 besteht, die
aneinander angrenzen. Die Lacke 121, 122 sind dabei
UVempfindliche Fotolacke, wie beispielsweise AZ 1518
von AZ Electronic Materials auf Basis von Phenolharz/Di-
azochinon. AnschlieRend wird eine Maskenschicht 16
partiell auf die zweite Schicht 12 aufgedruckt. Die Mas-
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kenschicht 16 dient dabei gleichzeitig als Atz- und
Schutzlack. Hierzu kann ein Atzresistlack, beispielswei-
se auf Basis von PVC/PVAc (Polyvinylacetat)-Copoly-
mer, beispielsweise mit UVabsorbierenden Titandioxid-
partikeln oder anderen UV-Blockern versehen werden.
AnschlieRend erfolgt eine Belichtung mit UV-Licht von
der Seite der Maskenschicht 16 her. Die Belichtung er-
folgt bevorzugt bei einer Wellenlange von 365 nm mit
einer Dosis von 25 mJ/cm?2 bis 500 mJ/cm?2.

[0069] Das in Fig. 3 gezeigte Zwischenprodukt wird
dann einem Laugenbad ausgesetzt, welches gleichzeitig
als Entwickler- und Atzbad fungiert.

[0070] Hierfiir eignet sich beispielsweise NaOH in ei-
ner bevorzugten Konzentration von 0,05% bis 2,5%, wel-
ches bevorzugt fir eine Zeitdauer von 2 Sekunden bis
60 Sekunden bei einer Temperatur von 20°C bis 65°C
auf das Zwischenprodukt einwirkt.

[0071] In den nicht von der Maskenschicht 16 ge-
schitzten Bereichen wurde der Fotolack 121, 122 der
Schicht 12 wahrend der UV-Bestrahlung belichtet und
I16st sich daher nun im Entwicklerbad auf. Man erhalt das
in Fig. 4 dargestellte Zwischenprodukt. Dieses wird al-
lerdings nicht isoliert. Vielmehr wird der Atzvorgang fort-
gesetzt, wobei nun die HRI-Schicht 11 dort, wo sie nicht
von der verbleibenden Schicht 12 geschiitzt wird, ange-
griffen wird. Die Lacke 121, 122 wirken hier also gleich-
zeitig als Atzresist. Nach dem Atzvorgang ergibt sich der
in Fig. 5 dargestellte fertige Mehrschichtkérper 10. Auf
diesen kann noch eine Kleberschicht aufgetragen wer-
den, die die freiliegenden diffraktiven Strukturen 151 ver-
flllt, wo diese nicht von der ersten Schicht 11 bedeckt
sind. Die diffraktiven Strukturen 151 sind dann nur dort
sichtbar, wo das HRI-Material der ersten Schicht 11 als
Reflexionsschicht wirkt.

[0072] In Fig. 6 ist ein weiterer Mehrschichtkérper 10
dargestellt. Der Auftrag der Schichten 11 und 12 erfolgt
analog zum in Fig. 1 dargestellten Ausflihrungsbeispiel.
Anschlielend wird eine weitere transparente HRI-
Schicht 17 vollflachig aufgetragen, so dass ein nicht von
der ersten Schicht 11 bedecktes diffraktives Element 18
sichtbar wird.

[0073] Diffraktive Strukturen sind somit in den opaken
metallischen Bereichen der ersten Schicht 11 und in den
Bereichen der transparenten HRI-Schicht 17, jedoch ty-
pischerweise nicht in den Druckbereichen der zweiten
Schicht 12 erkennbar, weil die diffraktiven Strukturen
durch den direkt auf die diffraktiven Strukturen gedruck-
ten Farblack der zweiten Schicht 12 ausgeldscht sind,
weil der Farblack bevorzugt einen dhnlichen Brechungs-
index (etwa 1,5) wie die Replizierschicht aufweist und
daher keine optisch wirksame Grenzschicht zwischen
Farblack und Replizierschicht ausgebildet wird. Dabei
sollten sich bevorzugt die Brechungsindizes beider be-
nachbarter Schichten um nicht mehr als 0,1 voneinander
unterscheiden.

[0074] Das Ausfiihrungsbeispiel gemaR Fig. 7a-c ent-
spricht wiederum dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1.
Der einzige Unterschied liegt darin, dass fir die erste
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Schicht 11 zwei unterschiedliche Metalle 113, 114, wie
beispielsweise Al und Cu verwendet werden. Die beiden
Metalle 113, 114 kénnen dabei rdumlich getrennt, an-
grenzend oder auch teilweise Uberlappend vorliegen.
[0075] Fig. 7b zeigt wiederum, wie die zweite Schicht
12 auf die erste Schicht 11 aufgedruckt wird, betrachtet
von der Druckseite.

[0076] Fig. 7c zeigt den fertigen Mehrschichtkdrper
von der Metallseite betrachtet. Aufgrund der opaken Me-
tallschichten ist der Druck der Schicht 12 unter den Me-
tallbereichen der Schicht 11 nicht erkennbar.

[0077] Die Strukturierung der ersten Schicht 11 kann
in zwei Schritten erfolgen, da beispielsweise unter-
schiedliche Atzmittel fir die beiden verwendeten Metalle
oder Metalllegierungen eingesetzt werden missen. Im
Falle der Verwendung von Al und Cu fur die erste Schicht
11 sind dies beispielsweise NaOH und FeCl; Da zur
Strukturierung jedoch dieselbe aufgedruckte Maske,
namlich die zweite Schicht 12, verwendet wird, erfolgen
die Ubergange der beiden Metalle 113, 114 der ersten
Schicht 11 im perfekten Register, das heil3t in exakter
relativer Lage zum Druck der zweiten Schicht 12.
[0078] Das Ausflhrungsbeispiel nach Fig. 8 entspricht
wiederum dem Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 1. Zuséatz-
lich wird lediglich noch eine weitere transparente HRI-
Schicht 17 aufgetragen. Hierzu wird in einem ersten
Schritt ein opakes Metall 113, beispielsweise Aluminium,
auf die bereits beschriebene Weise aufgetragen. In ei-
nem weiteren Schritt wird die HRI-Schicht 17 aus ZnS
oder TiO, aufgebracht, was ebenfalls durch Aufdampfen
oder Sputtern erfolgen kann, so dass eine Schichtanord-
nung gemaf Fig. 8a vorliegt. Die HRI-Schicht 17 kann
dabei ebenfalls nur partiell vorliegen, an die Metallschicht
113 angrenzen, oder sie auch zumindest teilweise tUber-
lappen. Die Metallschicht 113 und die HRI-Schicht 17
bilden gemeinsam die erste Schicht 11.

[0079] Anschliefend wird mit einer beispielsweise ro-
ten Farbschicht als zweite Schicht 12 Giberdruckt, so dass
sich die Situation gemaf Fig. 8b ergibt. Die Betrachtung
erfolgt von der Druckseite.

[0080] Ineinem weiteren Verfahrensschritt werden die
nicht Uberdruckten Bereiche der beiden Reflexions-
schichten 113, 17 entfernt, ggf. auch in zwei Verfahrens-
schritten mit entsprechend den zu entfernenden Schich-
ten angepassten Chemikalien, z.B. zwei unterschiedli-
chen Laugen. Wahrend zur Entfernung der Alumini-
umanteile NaOH unter den beschriebenen Bedingungen
verwendet werden kann, wird zum Entfernen einer HRI-
Schicht aus ZnS vorzugsweise ebenfalls NaOH oder
auch Na,COj; bei einer Temperatur von 20°C bis 60°C
fur einen Zeitraum von 5 Sekunden bis 60 Sekunden
verwendet.

[0081] Der fertige Mehrschichtkérper ist in Fig. 8c ge-
sehen von der Seite der ersten Schicht 11. Im Vergleich
zu Fig. 1 ist auch in den nichtmetallischen Bereichen, in
denen die HRI-Schicht 17 vorliegt, die Wirkung der dif-
fraktiven Strukturenim Substrat erkennbar, wahrenddem
zugleich der Farbdruck der zweiten Schicht 12 erkennbar
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ist, weil zwischen dem aufgedruckten, und den diffrakti-
ven Strukturen noch die HRI-Schicht 17 als optische
Grenzschicht angeordnet ist. Der Farblack kann dabei
transparent, transluzent oder auch weitgehend opak
ausgebildet werden.

[0082] Die Fig. 9 entspricht Fig. 1. Der Unterschied
liegt lediglich darin, dass die erste Schicht 11 fein struk-
turiert, hier als Wiederholungen der Zahl "50" vorliegt.
Der Herstellprozess umfasst einen ersten Schritt, in dem
die fein strukturierte erste Schicht 11 gemaR Fig. 9a er-
zeugt wird. Entsprechend fein strukturierte Metallschich-
ten kénnen beispielsweise auf die folgende Weise er-
zeugt werden: indem mittels einer hochaufgeldsten Mas-
kenbelichtung eine Fotolackschicht strukturiert wird, wel-
che anschlieBend wiederum zur Strukturierung der Me-
tallschicht eingesetzt wird, oder indem ein Verfahren zur
toleranzlosen Teilmetallisierung verwendet wird, wie es
beispielsweise aus der WO 2006/084685 A2 bekannt ist.
Die Schicht 11 besteht aus einem feinen Raster, welcher
beispielsweise aus einen mikroskopisch feinen Text be-
steht.

[0083] Anschlielend erfolgt der farbige Druck der
zweiten Schicht 12 gemal Fig. 9b. Die zweite Schicht
12 ist in diesem Beispiel ein vergleichsweise grob struk-
turiertes Motiv in Form der groRen Zahl "50". Die zweite
Schicht 12 kann aber ebenfalls sehr fein strukturiert sein.
[0084] Im letzten Schritt dient der farbige Druck der
Schicht 12 als Maske zum registergenauen Entfernen
der ersten Schicht 11, so dass der in Fig. 9c gezeigte
Mehrschichtkdrper 10 erhalten wird. Dies erfolgt analog
zu den bereits beschriebenen Atzverfahren.

[0085] Sinderste Schicht 11 und zweite Schicht 12 bei-
spielsweise fein strukturierte Linienraster, kommt es je
nach deren relativer Lage zueinander zu Uberlagerungs-
effekten und die final entstehende Struktur ist eine fein
strukturierte Uberlagerungsstruktur der ersten Schicht
11 und zweiten Schicht 12. Die

Uberlagerungsstruktur kann dabei beispielsweise einen
gewulnschten Moire-Effekt erzeugen.

[0086] Die feine Strukturierung der ersten Schicht 11
kann beispielsweise auch als Guilloche aus einer Viel-
zahl von feinen Linien, bevorzugt als metallischeRefle-
xionsschicht in Kombination mit beugungsoptischen
Strukturenbeispielsweise mit einem KINEGRAM®, aus-
geflihrt sein, wie dies Fig. 17A zeigt.AnschlieRend erfolgt
der farbige Druck der zweiten Schicht 12 gemaR Fig. 17B.
[0087] Der farbige Druck kann dabei mehrere unter-
schiedlich farbige Bereiche, beispielsweise in Form einer
Landesflagge (wie hier gezeigt) und/oder einer geogra-
phischen Kontur eines Landes oder in Form eines Wap-
pens oder eines anderen mehrfarbigen Motivs aufwei-
sen. Im letzten Schritt dient der farbige Druck der Schicht
12 als Maske zumregistergenauen Entfernen der ersten
Schicht 11, so dass der in Fig. 17C gezeigte Mehr-
schichtkérper 10 erhalten wird. Dies erfolgt analog zu
den bereits beschriebenen Atzverfahren.

[0088] Inderin Fig. 17 gezeigten Ausfiihrungsform er-
kennt der Betrachter als falschungssichere und eigen-
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stédndige Merkmale, dass die fein strukturierten Linien
sind nur in den farbigen Bereichen vorhanden sind und
die in einem farbigen Bereich erkennbaren fein struktu-
rierten Linien sich in einem benachbarten weiteren far-
bigen Bereich registerhaltig fortsetzen.

[0089] Eine andere Ausfiihrungsform mit einer fein
strukturierten ersten Schicht 11 zeigt Fig. 18. Auch hier
kann die feine Strukturierung der ersten Schicht 11 bei-
spielsweise auch als Guilloche aus einer Vielzahl von
feinen Linien, bevorzugt als metallische Reflexions-
schicht in Kombination mit beugungsoptischen Struktu-
ren beispielsweise mit einem KINEGRAM®, ausgefiihrt
sein, wie dies Fig. 18A zeigt.

[0090] Anschlielend erfolgt der Druck der zweiten
Schicht 12 gemaR Fig. 18B. Dabei kommt ein farbloser,
bevorzugt transparenter Atzresist mit einem UV-Absor-
ber zum Einsatz. Dieser Atzresist soll anschlieRend eine
Doppelfunktion erfiillen: Einerseits dient der Atzresist zur
weiteren Substrukturierung der fein strukturierten ersten
Schicht 11 mittels Atzen und andererseits spater als Be-
lichtungsmaske zur Strukturierung eines Farbbereichs.
[0091] Entsprechend der mit Atzresistbelegten Flache
der ersten Schicht 11 wird die feine Struktur der ersten
Schicht 11 in den Bereichen mittels Atzen entfernt, in der
der Atzresist nicht vorgesehen ist.

[0092] Anschliefend wird ein farbiger Fotolack aufge-
druckt, welcher zumindest den Bereich umfasst, welcher
nicht vom farblosen Atzresist bedeckt ist. Der Fotolack
kann aber auch mit dem Atzresist (iberlappen. Durch Be-
lichtung des eingefarbten Fotolacks unter Verwendung
des farblosen Atzresists mit dem UV-Absorber als Be-
lichtungsmaske wird der farbige Fotolack in denjenigen
Bereichen ausgehartet, die keinen transparenten Atzre-
sist aufweisen und kann in den Gbrigen Bereichen regis-
tergenau zu dem Atzresist und zu den durch den Atzresist
geschuitzten und definierten Bereichen der fein struktu-
rierten ersten Schicht 11 entfernt werden.

[0093] InderinFig. 18 gezeigten Ausfiihrungsform er-
kennt der Betrachter als félschungssichere und eigen-
stédndige Merkmale, dass die feinen Strukturen derersten
Schicht 11 nur in den farblosen Bereichen vorhanden
sind und registergenau zum farbigen Bereich des Foto-
lacks enden sowie dass sich die feinen Strukturen der
ersten Schicht 11 sich praktisch "Uber den farbigen Be-
reich hinweg" registerhaltig in einem dazu benachbarten
transparenten Bereich fortsetzen.

[0094] Die Figuren 10 bis 13 zeigen die Herstellungs-
schritte eines alternativen Mehrschichtkdrpers 10, der je-
doch in der Grundstruktur dem in Fig. 9 gezeigten ent-
spricht. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die
zweite Schicht 12 in diesem Fall nicht bereits strukturiert
aufgedruckt wird, sondern zunéachst vollflachig oder zu-
mindest in gro3flachigen Bereichen aufgebracht und an-
schlieend strukturiert wird.

[0095] Hierzu wird zundchst auf eine Tragerschicht 13
aus Polyester oder PET eine Abldseschicht 14 und eine
Replizierschicht 15 aufgebracht. In die Replizierschicht
15 werden dann diffraktive Strukturen 151 eingeformt.
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Auf die Replizierschicht 15 wird nun die erste Schicht 11
aufgetragen, die in diesem Fall als fein strukturierte Me-
tallschicht, beispielsweise in Form eines Rasters, vor-
liegt.

[0096] Auf die erste Schicht 11 wird dann, wie in Fig.
11 gezeigt, vollflachig die zweite Schicht 12 aufgetragen,
die wiederum aus zwei verschiedenfarbigen Lacken 121,
122 besteht, die aneinander angrenzen. Die Lacke 121,
122 sind dabei UVempfindliche farbige Fotolacke. An-
schlieRend wird eine Maskenschicht 16 partiell auf die
zweite Schicht 12 aufgedruckt, so dass das in Fig. 12
dargestellte Zwischenprodukt erhalten wird. Die Mas-
kenschicht 16 kann die Form eines weiteren Rasters auf-
weisen. Die Maskenschicht 16 dient dabei gleichzeitig
als Atz- und Schutzlack. Hierzu kann ein Atzresistlack
beispielsweise mit UVabsorbierenden Titandioxidparti-
keln oder anderen UV-Blockern versehen werden. An-
schlieRend erfolgt eine Belichtung mit UV-Licht von der
Seite der Maskenschicht 16 her. Die Belichtungspara-
meter und verwendeten Lacke entsprechen dabei den
oben bereits beschriebenen.

[0097] Anstelle einer Maskenschicht 16 kann auch ei-
ne Filmmaske eingesetzt werden, die nur wahrend des
Belichtungsprozesses im Kontakt mit den Schichten 121
und 122 aufliegt und anschlieend wieder entfernt wird.
[0098] Das in Fig. 12 gezeigte Zwischenprodukt wird
dann einem Laugenbad, beispielsweise 0,3 % NaOH bei
50°C, ausgesetzt, welches gleichzeitig als Entwickler-
und Atzbad fungiert. In den nicht von der Maskenschicht
16 geschiitzten Bereichen wurde der Fotolack 121, 122
der Schicht 12 wahrend der UV-Bestrahlung belichtet
und I6st sich daher nunim Entwicklerbad auf. Im weiteren
Verlauf des Atzvorgangs wird die erste Schicht 11 dort,
wo sie nicht von der verbleibenden Schicht 12 geschitzt
wird, angegriffen. Die Lacke 121, 122 wirken hier also
gleichzeitig als Atzresist. Nach dem Atzvorgang ergibt
sich der in Fig. 13 dargestellte fertige Mehrschichtkorper
10.

[0099] Rasterungen der ersten Schicht 11 und der
zweiten Schicht 12 sind in Fig. 14 gezeigt. Neben den
gezeigten Linien- und Motivrastern sind selbstverstand-
lich auch andere Strukturen, beispielsweise Punktraster,
moglich. Weiterhin kann die erste Schicht 11 und/oder
die zweite Schicht 12 mit einem weiteren Raster aus dif-
fraktiven Strukturen auf der jeweiligen Replizierschicht
der ersten und/oder zweiten Schicht versehen sein.. Da-
durch kénnen sich nicht nur Uberlagerungseffekte durch
die Uberlagerung der feinen Raster der ersten und zwei-
ten Schicht 11, 12 ergeben, sondern auch eine weitere,
zusatzliche Uberlagerung mit dem oder den diffraktiven
Rastern der ersten und/oder zweiten Schicht bzw. deren
optisch variablen Effekten. Die Uberlagerungseffekte
kénnen sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie
ahnlich oder unterschiedlich die Rasterweiten und/oder
Rasterformen der an der Uberlagerung beteiligten Ras-
ter sind. Insbesondere die Blickwinkelund/ oder Beleuch-
tungswinkelabhangigkeit der diffraktiven Raster kann da-
bei zu Uberraschenden optischen Effekten bei dieser
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komplexen Uberlagerung fiihren.Die bislang besproche-
nen Ausflihrungsbeispiele basieren darauf, dass zuerst
eine partielle Reflexionsschicht aus opakem Metall oder
transparentem HRI-Material(erste Schicht 11) erzeugt
und anschlieRend ein Druck (zweite Schicht 12) aufge-
brachtwird. Der Druck der zweiten Schicht 12 dient dabei
alsMaskenschicht, beispielsweise analog zu einem Atz-
resistdruck, zur weiteren Strukturierung der partiellen
Metallschicht 11. Im Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 15
wird zuerst ein Druck (zweite Schicht 12) in das Vorma-
terial eingebracht, in welches anschlieRend eine nicht
dargestellte diffraktive Struktur abgeformt wird (siehe
Fig. 15a).

[0100] In einem weiteren Schritt wird ein erster parti-
eller Metallbereich (erste Schicht 11) erzeugt, wie in Fig.
15b dargestellit.

[0101] Im n&chsten Schritt wird der bereits im Vorma-
terial vorhandene Druck als Belichtungsmaske fiir eine
darauf aufgebrachte Fotolackschicht genutzt, um im per-
fekten Register zum Druck der zweiten Schicht 12 die
erste Schicht 11 zu strukturieren. Die verwendeten Ma-
terialien und Verfahrensparameter entsprechen dabei
den oben bereits beschriebenen.

[0102] Die zweite Schicht 12 wird also zeitlich und 6rt-
lich vollkommen unabhangig von der ersten Schicht 11
erzeugt. Die zweite Schicht 12 kann beispielsweise auch
auf der Rickseite des nicht gezeigten Substrats ange-
ordnet sein und die erste Schicht 11 auf dessen Vorder-
seite. Optional kdnnte man flr bestimmte Zwecke die
zweite Schicht 12 entfernen, wenn sie als Strukturie-
rungshilfe fir die erste Schicht 11 ausgedient hat.
[0103] In Aufsicht sind somit sowohl farbige metalli-
sche Bereiche mit den diffraktiven Strukturen zu erken-
nen, als auch nur farbige Bereiche ohne diffraktiven Wir-
kung, wobei diese Bereiche, entsprechend den Schich-
ten 11, 12 im perfekten Register zueinander ineinander
Ubergehen.

[0104] Fig. 16 zeigt einen Mehrschichtkérper 10. Hier
wird, wie in Fig. 16a gezeigt, zunachst die erste Schicht
11 als Metallschicht mit einem ausgesparten Schriftzug
19 erzeugt. Die zweite Schicht 12 wird, wie in Fig. 16b
dargestellt, als wellenférmig gerasterte Lackschicht auf
die erste Schicht 11 aufgedruckt und dient dann als Atz-
resistmaske zum weiteren Strukturieren der ersten
Schicht 11 in einem Laugenbad. Nach dem Atzen erhalt
man den in Fig. 16c gezeigten Mehrschichtkérper 10, bei
dem sich die farbigen Linien der zweiten Schicht 12 im
Bereich des ausgesparten Schriftzuges im perfekten Re-
gister zu den verbleibenden metallischen Linien der ers-
ten Schicht 11 auRerhalb des Schriftzugs 19 fortsetzen.
[0105] Die Linienbreiten miissen dabei nicht konstant
sein, sondern konnen zusatzlich moduliert sein, wodurch
sich unterschiedliche lokale Flachendichten des Rasters
ergeben, die eine zuséatzliche Information bilden. Die Li-
nienbreiten betragen vorzugsweise von 25 pm bis 150
pm.. Auch die Rasterweite kann moduliert werden und
betragt vorzugsweise weniger als 300 wm und bevorzugt
weniger als 200 pm, sowie vorzugsweise mehr als 25
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Patentanspriiche
1. Verfahren zum Herstellen eines

Sicherheitselements (10), umfassend die Schritte:

a) Erzeugen einer partiellen ersten Schicht (11)
bzw. eines partiellen ersten Schichtsystems auf
einem Substrat, wobei die partielle erste Schicht
(11) bzw. das partielle erste Schichtsystem in
einem ersten Teilbereich (111) vorhanden ist
undin einem zweiten Teilbereich (112) nicht vor-
handen ist;

b) Erzeugen einer partiellen zweiten Schicht
(12) bzw. eines partiellen zweiten Schichtsys-
tems, wobei die partielle zweite Schicht (12)
bzw. das partielle zweite Schichtsystem in ei-
nem dritten Teilbereich vorhanden ist und in ei-
nem vierten Teilbereich nicht vorhanden ist, und
wobei der dritte Teilbereich mitdem ersten (111)
und zweiten Teilbereich (112) Uberlappt;

c) Strukturieren der partiellen ersten Schicht
(11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems
unter Verwendung der partiellen zweiten
Schicht (12) bzw. des partiellen zweiten Schicht-
systems als Maske, wobei beim Strukturieren
der ersten partiellen Schicht (11) bzw. des ers-
ten partiellen Schichtsystems diese bzw. dieses
in denjenigen Bereichen, insbesondere in dem
dritten Teilbereich, die von der zweiten partiellen
Schicht (12) bzw. dem zweiten partiellen
Schichtsystem bedeckt sind, entweder selektiv
erhalten bleibt oder selektiv entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
(11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in
Schritt ¢) durch Atzen erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle zweite Schicht (12) bzw. das par-
tielle zweite Schichtsystem ein Atzresist ist, bzw. zu-
mindest einen Atzresist umfasst, welcher vorzugs-
weise ein Lack ist, der insbesondere Bindemittel,
Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pig-
mente und/oder Effektpigmente, Dinnschichtfilm-
systeme, cholesterische Flissigkristalle, Farbstoffe
und/oder metallische oder nichtmetallische Nanop-
artikel umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
(11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in
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Schritt ¢) durch Lift-Off erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass das partielle zweite Schichtsystem einen
Waschlack umfasst, der in einem Losemittel, insbe-
sondere in Wasser, 10slich ist, wobei der Waschlack
vorzugsweise ein Lack ist, der insbesondere Binde-
mittel und Fllstoffe umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
(11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in
Schritt c) durch Maskenbelichtung erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass das partielle zweite Schichtsystem zumindest
einen Schutzlack umfasst.

Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das parti-
elle erste Schichtsystem ein Fotolack ist, bzw. zu-
mindest einen Fotolack umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass in den Schritten a) und/oder. b) die partielle
erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schicht-
system und/oder die partielle zweite Schicht (12)
bzw. das partielle zweite Schichtsystem zunachst
vollflachig oder zumindest in groRflachigen Berei-
chen erzeugt und anschliefend strukturiert wird, wo-
bei das Strukturieren der partiellen ersten Schicht
(11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems
und/oder der partiellen zweiten Schicht (12) bzw. des
partiellen zweiten Schichtsystems in den Schritten
a) bzw. b) insbesondere durch Atzen, Lift-Off oder
Maskenbelichtung erfolgt, und wobei vorzugsweise
beim Strukturieren der partiellen zweiten Schicht
(12) bzw. des partiellen zweiten Schichtsystems in
Schritt b) gleichzeitig die Strukturierung der partiel-
len ersten Schicht (11) bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems gemaf Schritt c) erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass in Schritt a) und/oder b) die partielle erste
Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das
partielle zweite Schichtsystem strukturiert erzeugt
werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das parti-
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elle erste Schichtsystem und/oder die partielle zwei-
te Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsys-
tem in Form zumindest eines Motivs, Musters, Sym-
bols, Bilds, Logos oder alphanumerischer Charak-
tere, insbesondere Zahlen und/oder Buchstaben,
aufgetragen wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das parti-
elle erste Schichtsystem und/oder die partielle zwei-
te Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsys-
tem in Form eines ein- oder zweidimensionalen Li-
nien- und/oder Punktrasters aufgetragen wird, wel-
chesinsbesondere eine Rasterweite von weniger als
300 pm, bevorzugt von weniger als 200 pum, und von
mehr als 25 pm, bevorzugt mehr als 50 pm aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Substrat eine Replizierschicht mit einem
diffraktiven Oberflachenrelief umfasst oder das Sub-
strat selbst als Replizierschicht ausgebildet ist, wo-
bei das in die Replizierschicht eingebrachte Ober-
flachenreliefinsbesondere ein optisch variables Ele-
ment, insbesondere ein Hologramm, Kinegram®,
ein vorzugsweise sinusférmiges Beugungsgitter, ei-
ne asymmetrische Reliefstruktur, ein Blaze-Gitter,
eine vorzugsweise isotrope oder anisotrope, Matt-
struktur, oder eine lichtbeugende und/oder lichtbre-
chende und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Na-
nostruktur, eine binare oder kontinuierliche Fresnel-
linse, eine Mikroprismenstruktur oder eine Kombi-
nationsstruktur daraus ausbildet.

Sicherheitselement (10), insbesondere erhaltlich
nach einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 13, wobei das Sicherheitselement ein Substrat,
eine partielle erste Schicht (11) bzw. ein partielles
erstes Schichtsystem sowie eine partielle zweite
Schicht (12) bzw. ein partielles zweites Schichtsys-
tem umfasst, wobei die partiellen erste Schicht (11)
bzw. das partielle erste Schichtsystems unter Ver-
wendung der partiellen zweiten Schicht (12) bzw.
des partiellen zweiten Schichtsystems als Maske re-
gistergenau zu der partiellen zweiten Schicht (12)
bzw. dem partiellen zweiten Schichtsystem struktu-
riert ist und wobei vor dem Strukturieren die partielle
erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schicht-
systemin einem ersten Teilbereich (111) vorhanden
ist und in einem zweiten Teilbereich (112) nicht vor-
handen ist, wobei die partielle zweite Schicht (12)
bzw. das partielle zweite Schichtsystem in einem
dritten Teilbereich vorhandenistundin einem vierten
Teilbereich nicht vorhanden ist, und wobei der dritte
Teilbereich mit dem ersten (111) und zweiten Teil-
bereich (112) Uberlappt, und wobei nach dem Struk-
turieren der ersten partiellen Schicht (11) bzw. des
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ersten partiellen Schichtsystems diese bzw. dieses
in denjenigen Bereichen, insbesondere in dem drit-
ten Teilbereich, die von der zweiten partiellen
Schicht (12) bzw. dem zweiten partiellen Schichtsys-
tem bedeckt sind entweder selektiv erhalten bleibt
oder selektiv entfernt wird, und wobei nach dem
Strukturieren die zweite partielle Schicht (12) bzw.
das zweite partielle Schichtsystem zumindestim Be-
reich der Uberlappung zwischen dem zweiten (112)
und dem dritten Teilbereich verbleibt.

Sicherheitsdokument, insbesondere Banknote,
Wertpapier, Ausweisdokument, Reisepass oder
Kreditkarte mit einem Sicherheitselement (10) nach
Anspruch 14.

Claims

1.

Method for producing a
security element (10), comprising the following
steps:

a) generating a partial first layer (11) or a partial
first layer system on a substrate, wherein the
partial first layer (11) or the partial first layer sys-
tem is present in a first sub-region (111) and it
is not present in a second sub-region (112);

b) generating a partial second layer (12) or a
partial second layer system, wherein the partial
second layer (12) orthe partial second layer sys-
tem is present in a third sub-region and it is not
present in a fourth sub-region, and wherein the
third sub-region overlaps with the first (111) and
second sub-region (112);

c) structuring the partial first layer (11) or the
partial first layer system by using the partial sec-
ond layer (12) or the partial second layer system
as a mask, wherein, when structuring the first
partial layer (11) or the first partial layer system,
this first partial layer (11) or first partial layer sys-
tem either remains selectively maintained in
those regions, in particular in the third sub-re-
gion, which are covered by the second partial
layer (12) or the second partial layer system, or
is selectively removed.

Method according to claim 1,

characterised in that

the structuring of the partial first layer (11) or the
partial first layer system in step c) takes place by
means of etching.

Method according to claim 2,

characterised in that

the partial second layer (12) or the partial second
layer system is an etch resist, or comprises at least
one etch resist, which is preferably a lacquer, which
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comprises, in particular, binding agents, pigments,
in particular multi-coloured or non-coloured pig-
ments and/or effect pigments, thin film layer sys-
tems, cholesteric liquid crystals, colourants and/or
metallic or non-metallic nanoparticles.

Method according to one of claims 1 to 3,
characterised in that

the structuring of the partial first layer (11) or the
partial first layer system in step c) takes place by
means of lift-off.

Method according to claim 4,

characterised in that

the partial second layer system comprises a wash
lacquer, which is soluble in a solvent, in particular in
water, wherein the wash lacquer is preferably a lac-
quer which comprises binding agents and fillers in
particular.

Method according to one of claims 1 to 5,
characterised in that

the structuring of the partial first layer (11) or the
partial first layer system in step c) takes place by
means of mask exposure.

Method according to claim 6,

characterised in that

the partial second layer system comprises at least
one protective lacquer.

Method according to claim 6 or 7,

characterised in that

the partial first layer (11) or the partial first layer sys-
temis a photo lacquer or comprises at least one pho-
to lacquer.

Method according to one of claims 1 to 8,
characterised in that,

in steps a) and/or b), the partial first layer (11) or the
partial first layer system and/or the partial second
layer (12) or the partial second layer system is firstly
generated over the entire surface or at least in re-
gions covering a large surface area and is then struc-
tured, wherein the structuring of the partial first layer
(11) or the partial first layer system and/or the partial
second layer (12) or the partial second layer system
in steps a) or b) takes place, in particular, by means
of etching, lift-off or mask exposure, and wherein, at
the same time, the structuring of the partial first layer
(11) or the partial first layer system preferably takes
place according to step c) when structuring the par-
tial second layer (12) or the partial second layer sys-
tem in step b).

Method according to one of claims 1 to 9,
characterised in that,
in step a) and/or b), the partial first layer (11) or the
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partial first layer system and/or the partial second
layer (12) or the partial second layer system are gen-
erated in a structured manner.

Method according to one of claims 1 to 10,
characterised in that

the partial first layer (11) or the partial first layer sys-
tem and/or the partial second layer (12) or the partial
second layer system is applied in the form of at least
one motif, pattern, symbol, image, logo or alphanu-
merical character, in particular numbers and/or let-
ters.

Method according to one of claims 1 to 11,
characterised in that

the partial first layer (11) or the partial first layer sys-
tem and/or the partial second layer (12) or the partial
second layer system is applied in the form of a one-
ortwo-dimensional line- and/or point grid, which has,
in particular, a grid width of less than 300 wm, pref-
erably of less than 200 pm, and of more than 25 um,
preferably more than 50 um.

Method according to one of claims 1 to 12,
characterised in that

the substrate comprises a replication layer having a
diffractive surface relief, or the substrate itself is
formed as a replication layer, wherein the surface
relief introduced into the replication layer forms, in
particular, an optically variable element, in particular
a hologram, Kinegram®, a preferably sinusoidal dif-
fraction grating, an asymmetric relief structure, a
blazed grating, a preferably isotropic or anisotropic
matt structure, or a light diffracting and/or light re-
fracting and/or light focussing micro- or nanostruc-
ture, a binary or continuous Fresnel lens, a micro-
prism structure or a combination structure thereof.

Security element (10), in particular obtainable ac-
cording to a method according to one of claims 1 to
13, wherein the security element comprises a sub-
strate, a partial first layer (11) or a partial first layer
system and a partial second layer (12) or a partial
second layer system, wherein the partial first layer
(11) or the partial first layer system is structured in
accurate register in relation to the partial second lay-
er (12) or the partial second layer system by using
the partial second layer (12) or the partial second
layer system as a mask, and wherein, before struc-
turing, the partial first layer (11) or the partial first
layer system is present in a first sub-region (111)
and it is not present in a second sub-region (112),
wherein the partial second layer (12) or the partial
second layer system is present in a third sub-region
and it is not present in a fourth sub-region, and
wherein the third sub-region overlaps with the first
(111) and second sub-region (112), and wherein, af-
ter structuring the first partial layer (11) or the first
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partial layer system, this first partial layer (11) or first
partial layer system either remains selectively main-
tained in those regions, in particular in the third sub-
region, which are covered by the second partial layer
(12) or the second partial layer system, or is selec-
tively removed, and wherein, after structuring, the
second partial layer (12) or the second partial layer
system remains in the region of the overlap between
the second (112) and the third sub-region.

Security document, in particular bank note, paper of
value, identity document, passport or credit card hav-
ing a security element (10) according to claim 14.

Revendications

1.

Procédé servant a fabriquer un élément de sécurité
(10), comprenant les étapes suivantes consistant a :

a) produire une premiére couche (11) partielle
ou un premier systeme de couches partiel sur
un substrat, dans lequel la premiéere couche (11)
partielle ou le premier systéme de couches par-
tiel est présente ou présent dans une premiere
zone partielle (111) et n’est pas présente ou pré-
sent dans une deuxieéme zone partielle (112) :
b) produire une deuxiéme couche (12) partielle
ou un deuxiéme systeme de couches partiel,
dans lequel la deuxieme couche (12) partielle
ou le deuxiéme systéme de couches partiel est
présente ou présent dans une troisieme zone
partielle et n’est pas présente ou présent dans
une quatrieme zone partielle et dans lequel la
troisieme zone partielle chevauche la premiére
(111) et la deuxiéme zone partielle (112) ;

c) structurer la premiére couche (11) partielle ou
le premier systéme de couches partiel en utili-
sant la deuxiéme couche (12) partielle ou le
deuxiéeme systéme de couches partiel en tant
que masque, dans lequel lors de la structuration
de la premiere couche (11) partielle ou du pre-
mier systeme de couches partiel, cette derniere
ou ce dernier est soit conservée ou conservé de
maniere sélective soit est supprimée ou suppri-
mé de maniére sélective dans les zones préci-
sément, en particulier dans la troisieme zone
partielle, qui sont recouvertes par la deuxiéme
couche (12) partielle ou le deuxieme systeme
de couches partiel.

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce

que la structuration de la premiére couche (11) par-
tielle ou du premier systéme de couches partiel est
effectuée lors de I'étape c) par gravure.

Procédé selon la revendication 2,
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caractérisé en ce

que la deuxiéme couche (12) partielle ou le deuxié-
me systéme de couches partiel est un film résistant
ala gravure ou comprend au moins un film résistant
ala gravure, lequel est de préférence un vernis, qui
comprend en particulier des liants, des pigments, en
particulier des pigments colorés ou non colorés,
et/ou des pigments a effet, des systémes de film a
couche mince, des cristaux liquides cholestériques,
des colorants et/ou des nanoparticules métalliques
ou non métalliques.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
1a3,

caractérisé en ce

que la structuration de la premiére couche (11) par-
tielle ou du premier systéme de couches partiel est
effectuée a I'étape c) par lift-off.

Procédé selon la revendication 4,

caractérisé en ce

que le deuxiéme systéeme de couches partiel com-
prend un vernis lavable, qui est soluble dans un sol-
vant, en particulier dans I'eau, dans lequel le vernis
lavable est de préférence un vernis, qui comprend
en particulier des liants et des charges.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
1a5,

caractérisé en ce

que la structuration de la premiére couche (11) par-
tielle ou du premier systéme de couches partiel est
effectuée a I'étape c) par un éclairage par masques.

Procédé selon la revendication 6,

caractérisé en ce

que le deuxiéme systéme de couches partiel com-
prend au moins un vernis de protection.

Procédé selon la revendication 6 ou 7,

caractérisé en ce

que la premiéere couche (11) partielle ou le premier
systéeme de couches partiel est un vernis photosen-
sible ou comprend au moins un vernis photosensi-
ble.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
128,

caractérisé en ce

que lors des étapes a) et/ou b), la premiére couche
(11) partielle ou le premier systéme de couches par-
tiel et/ou la deuxiéme couche (12) partielle ou le
deuxiéme systéme de couches partiel sont produits
dans un premier temps sur toute la surface ou au
moins dans des zones de grande surface et sont
immédiatement aprés structurés, dans lequel la
structuration de la premiére couche (11) partielle ou
du premier systéme de couches partiel et/ou de la
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deuxiéme couche (12) partielle ou du deuxiéme sys-
téme de couches partiel est effectuée lors des éta-
pes a) ou b) en particulier par gravure, par lift-off ou
par éclairage par masques, et dans lequel de préfé-
rence la structuration de la premiere couche (11) par-
tielle ou du premier systéme de couches partiel selon
I'étape c) est effectuée de maniére simultanée lors
de la structuration de la deuxiéme couche (12) par-
tielle ou du deuxiéeme systéme de couches partiel
lors de I'étape b).

Procédé selon 'une quelconque des revendications
129,

caractérisé en ce

que lors de I'étape a) et/ou b), la premiére couche
(11) partielle ou le premier systéme de couches par-
tiel et/ou la deuxiéme couche (12) partielle ou le
deuxiéme systéme de couches partiel sont produits
de maniére structurée.

Procédé selon 'une quelconque des revendications
1210,

caractérisé en ce

que la premiéere couche (11) partielle ou le premier
systéme de couches partiel et/ou la deuxiéme cou-
che (12) partielle ou le deuxiéme systéme de cou-
ches partiel sont appliqués sous la forme au moins
d’un motif, d’'un modéle, d’'un symbole, d’'une image,
d’un logo, de caractéres alphanumériques, en par-
ticulier de chiffres et/ou de lettres.

Procédé selon 'une quelconque des revendications
1a11,

caractérisé en ce

que la premiére couche (11) partielle ou le premier
systéme de couches partiel et/ou la deuxiéme cou-
che (12) partielle ou le deuxiéme systéme de cou-
ches partiel sont appliqués sous la forme d’'une tra-
me de lignes et/ou de points mono- ou bidimension-
nelle, laquelle présente une largeur de trame infé-
rieure a 300 pm, de maniéere préférée inférieure a
200 wm, et supérieure a 25 um, de maniére préférée
supérieure a 50 um.

Procédé selon 'une quelconque des revendications
1a12,

caractérisé en ce

que le substrat comprend une couche de réplication
pourvue d’unrelief en surface diffractif, ou le substrat
est lui-méme réalisé sous la forme d’'une couche de
réplication, dans lequel le relief en surface pratiqué
dans la couche de réplication réalise un élément op-
tiquement variable, en particulier un hologramme,
un Kinegram®, un réseau de diffraction de préféren-
ce sinusoidal, une structure en relief asymétrique,
un réseau blaze, une structure mate de préférence
isotrope ou anisotrope, ou une micro- ou nanostruc-
ture a diffraction de lumiére et/ou a réfraction de lu-
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miére et/ou a concentration de lumiére, une lentille
de Fresnel binaire ou continue, une structure a mi-
cro-prismes ou une structure combinée a partir de
ces éléments.

Elément de sécurité (10), en particulier pouvant étre
obtenu selon un procédé selon 'une quelconque des
revendications 1 a 13, dans lequel I'élément de sé-
curité comprend un substrat, une premiére couche
(11) partielle ou un premier systéme de couches par-
tiel ainsi qu’une deuxiéme couche (12) partielle ou
un deuxiéme systeme de couches partiel, dans le-
quel la premiére couche (11) partielle ou le premier
systéeme de couches partiel est structurée ou struc-
turé en utilisant la deuxiéme couche (12) partielle ou
le deuxiéme systéme de couches partiel en tant que
masque avec un repérage exact pour former la
deuxiéme couche (12) partielle ou le deuxiéme sys-
teme de couches partiel et danslequel avantla struc-
turation, la premiére couche (11) partielle ou le pre-
mier systéme de couches partiel est présente ou pré-
sent dans une premiére zone partielle (111) et n’est
pas présente ou présent dans une deuxiéme zone
partielle (112), dans lequel la deuxiéme couche (12)
partielle ou le deuxieme systéme de couches partiel
est présente ou présent dans une troisieme zone
partielle et n’est pas présente ou présent dans une
quatrieme zone partielle, et dans lequel la troisieme
zone partielle chevauche la premiéere (111) et la
deuxiéme zone partielle (112), et dans lequel aprées
la structuration de la premiére couche (11) partielle
ou du premier systeme de couches partiel, cette der-
niére ou ce dernier est soit conservée ou conservé
de maniere sélective soit est supprimée ou supprimé
de maniere sélective dans les zones précisément,
en particulier dans la troisieme zone partielle, qui
sont recouvertes par la deuxieme couche (12) par-
tielle ou le deuxieme systéme de couches partiel et
dans lequel apreés la structuration, la deuxiéme cou-
che partielle (12) ou le deuxieme systéme de cou-
ches partiel reste au moins dans la zone du chevau-
chemententre ladeuxiéme (112) etla troisi€me zone
partielle.

Document de sécurité, en particulier billet de ban-
que, papier de valeur, document d’identité, passe-
port ou carte de crédit comprenant un élément de
sécurité (10) selon la revendication 14.
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